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Verpackungstage 

2018 

Digitalisierungstechnologien für die Verpackungstechnik 
Kommunikation – Produktion - Smart Services 

TAG 1 20.06.2018 Verpackungstage 2018 

von bis Location: Schloss Reinach  

09:30 10:00 Begrüßung und Kaffee 

      

10:00 12:30 Industrie 4.0 bei SICK: Live-Demonstration 

Location: Logistikzentrum Bucholz 

      

12:30 13:30 Welcome Lunch 

      

13:30 13:45 Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung 

Dr. Thomas Höfling | SICK Vertriebs-GmbH 

Steffen Winkler | | Bosch Rexroth AG 

      

13:45 14:00 Anmoderation 

Winfried Batzke |dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V. 

     

14:00 14:45 GRIPS.world - Digitalisierungsstrategie der Gerhard Schubert GmbH 

Ralf Schubert | Gerhard Schubert GmbH 

      

14:45 15:30 Digitalisierung bei MULTIVAC – von Digital Twins, IoT und Verpackungsassistenten 

Dr. Marius Grathwohl| MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG 

      

15:30 16:00 Kaffeepause 

      

16:00 17:00 Führung und Organisation in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 

Prof. Dr. Armin Trost| Hochschule Furtwangen 

      

17:00 17:45 Digitaler Zwilling nach der Endverpackung 

Bernd von Rosenberger | SICK AG 

      

17:45 18:00 Zusammenfassung - 1. Tag 

Winfried Batzke |dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V. 

      

19:00 23:00 Abendevent im Schloss Reinach 
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TAG 2 21.06.2018 Verpackungstage 2018 

von bis Location: Schloss Reinach  

08:30 08:45 Anmoderation 

Winfried Batzke |dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V. 

      

08:45 09:30 Digital @ Maintenance - Better, Closer, Ahead 

Jörg Schmitt | Nestlé Deutschland AG 

      

09:30 10:15 Umsetzung von Industrie 4.0 Projekten in End-of-Line-Packaging Anlagen 

Dr. Klaus-Peter Ruf | Transnova RUF Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH 

      

10:15 10:45 Kaffeepause 

      

10:45 11:30 Maschinen treffen auf das Industrial IoT  

Hans Michael Krause | Bosch Rexroth AG 

      

11:30 12:15 Predictive Maintanance aus dem täglichen Leben des Maschinenbauers 

Ralf Abler| pester pac automation GmbH 

      

12:15 13:00 ChoConnect – eine Standardisierungsinitiative zur ‚horizontalen‘ M2M 

Kommunikation für Süßwaren-Produktionslinien 

Bernd Plies | Winkler Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH 

      

13:00 13:15 Zusammenfassung - 2. Tag 

Winfried Batzke |dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V. 

      

13:15 14:00 Mittagessen 

 
 
 
 
 
 
 
i.A Daniela Mohr 
Marketing Kommunikation 
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